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JP-250AB 

电路板及电子零件保密灌封胶  

U L  F i l e  N o .  E 3 5 4 5 4 6  

特 点 

  符合 U L 认证 U L 9 4  V - 0 及相对耐温指数 R T I  1 3 0 °C。  

  常温下硬化或加温加速硬化，硬化后外观光亮平整。  

  低黏度，自流平性佳，容易操作混合与灌封及优异的电气性能。  

 物 性 

   主剂  (A  剂 )   硬化剂  (B  剂 )  

颜                  色  ：  黑色   深褐色 

黏 度  ： @ 2 5 °C   5,000 - 10,000 cps   120 - 280 cps 

比 重  ： @ 2 5 °C   1.4 - 1.5  1.03 - 1.13 

混 合 比  ： 重量比  1 0 0：2 5   

混 合 后 黏 度  ： @ 2 5 °C  2 , 0 0 0  -  3 , 0 0 0  cp s  

可 操 作 时 间 ： @ 2 5 °C  3 0  分钟  

硬 化 条 件 ：  @ 2 5 °C  x  1 6 - 2 4 小时  

   @ 6 0 °C  x  2 - 4 小时  

   (硬化后放置 7 天到达完整物性 )  

硬 度  ：  Shore  D 86    

耐 燃 性  ： U L9 4  V - 0  

压 缩 强 度  ：  9.8  kg/mm
2
 

抗 张 强 度  ：  7.5  kg/mm
2
 

绝 缘 强 度  ：  20   kV/mm  ( 508 volts/mil )  

体 积 电 阻  ：  1 . 0  x  1 0
1 5

  o h m - c m  

热 传 导 系 数  ：  0 . 7 4  W / m k  ( 0 . 4 3   BT U / H r / F t
2
/ F t / °F )  

热 膨 胀 系 数  ：  2 0  x  1 0
- 6

 i n / i n / °C  

绝 缘 常 数  ： @ 6 0 H z  4 . 1  

消 散 因 素  ： @ 6 0 H z  1 . 9  

保 存 期 限  ： @ 2 5 °C  1 年  (未开封 )  

  ※主剂于使用前需预先搅拌均匀。  

 




